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研究实现二维半导体晶圆的直接键合
。二维半导体被视为未来集成电路的关键沟道材料。然而，具有可控层数和转角的高质量、晶圆
级二维半导体堆叠结构的制备却颇具挑战性。

近日，中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心张广宇研究团队等，开发出直接晶
圆键合及解键合方法，制备出高质量、晶圆级二维半导体叠层。该方法可在真空或手套箱中进行
，无需转移介质，可实现超洁净表面/界面和晶圆级均匀的转角。从蓝宝石表面外延的单层二硫
化钼和二硒化钼等晶圆级二维半导体出发，该方法可制造多种同质和异质叠层晶圆。原子力显微
镜、扫描透射电子显微镜、拉曼光谱、X 射线衍射、低能电子衍射和二次谐波等表征结果显示，
所制备的二维半导体叠层具有高质量、超洁净表面/界面以及晶圆级均匀的层间转角。

除进行二维半导体叠层制备，直接键合-解键合方法还可以实现各种单层二维半导体从蓝宝石衬
底到高κ介质衬底的直接转移，并能够保留其本征电学性能。与常规湿法转移样品相比，键合-
解键合转移的样品具有洁净的界面，使制备的场效应器件具有更高的迁移率、更大的开态电流和
更小的阈值电压涨落，展示出直接键合方法的优越性。

直接键合-解键合技术与主流半导体制造工艺完全兼容，解决了本征二维半导体的叠层和转移难
题，有望加速二维半导体从实验室到产业化的进程。

相关研究成果发表在《自然�电子学》（Nature
Electronics
）上。研究工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、中国博士后创新人才支持计划、中
国科学院战略性先导科技专项等的支持。
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直接键合-解键合实现晶圆级二维材料的转移 

 

研究团队单位：物理研究所  

 

更多 科学进展 请访问 https://www.iikx.com/news/progress/

本文版权归原作者所有，请勿用于商业用途，爱科学iikx.com转发

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                                   2 / 2

http://www.tcpdf.org

